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Part 3:  Functional  type and  i ts  operational  conditions  
 

FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E l ectrotechn ical  Commissi on  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ izati on  for s tandard i zati on  compri s i ng  
a l l  nati onal  e l ectrotechn ical  commi ttees  ( I EC  Nati onal  Commi ttees).  The  ob ject  of I EC  i s  to  promote  
i n ternati onal  co-operati on  on  a l l  q uesti ons  concern i ng  s tandard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic  fi e l ds .  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es ,  I EC  publ i shes  I n ternati onal  S tandards,  Techn ica l  Speci fi cati ons ,  
Techn ica l  Reports ,  Publ i cl y Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu i des  (hereafter referred  to  as  “ I EC  
Publ i cati on (s)”) .  Thei r preparati on  i s  en trusted  to  techn ica l  commi ttees;  any I EC  Nati onal  Commi ttee  i n terested  
i n  the  subj ect dea l t  wi th  may parti ci pate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternati onal ,  governmen tal  and  non -
governmen tal  organ izati ons  l i a i s i ng  wi th  the  I EC  a l so  parti ci pate  i n  th i s  preparati on .  I EC  col l aborates  cl osel y 
wi th  the  I n ternati onal  Organ izati on  for Standard izati on  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i ti ons  determ ined  by 
ag reemen t between  the  two  organ izati ons.  

2 )  The  formal  deci s ions  or ag reemen ts  of I EC  on  techn ical  matters  express,  as  nearl y as  poss ib l e,  an  i n ternati onal  
consensus  of op i n i on  on  the  re l evan t subjects  s i nce  each  techn ical  commi ttee  has  represen tati on  from  a l l  
i n terested  I EC  Nati onal  Commi ttees.   

3 )  I EC  Pub l i cati ons  have  the  form  of recommendati ons  for i n ternational  u se  and  are  accepted  by I EC  Nati onal  
Commi ttees  i n  that  sense.  Wh i l e  a l l  reasonabl e  efforts  are  made  to  ensu re  that  the  techn ica l  con ten t  of I EC  
Pub l i cati ons  i s  accu rate,  I EC  cannot  be  hel d  responsib l e  for the  way i n  wh i ch  they are  used  or for any 
m is i n terpretati on  by any end  u ser.  

4 )  I n  order to  promote  i n ternationa l  u n i form i ty,  I EC  Nati onal  Commi ttees  undertake  to  app l y I EC  Publ i cati ons  
transparen tl y to  the  maximum  exten t possi b l e  i n  the i r nati onal  and  reg i onal  publ i cati ons.  Any d i vergence  
between  any I EC  Publ i cati on  and  the  correspond i ng  nati ona l  or reg ional  publ i cati on  shal l  be  cl earl y i n d i cated  i n  
the  l a tter.  

5)  I EC  i tsel f does  not  provi de  any attestati on  of con form i ty.  I n dependen t  certi fi cati on  bod ies  provi de  conform i ty 
assessmen t services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC  marks  of con form i ty.  I EC  i s  not  responsib le  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependen t  certi fi cati on  bod ies.  

6 )  Al l  u sers  shou l d  ensu re  that  they have  the  l atest ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7 )  No  l i abi l i ty shal l  a ttach  to  I EC  or i ts  d i rectors,  employees,  servan ts  or agen ts  i ncl ud i ng  i nd i vi dual  experts  and  
members  of i ts  techn i cal  commi ttees  and  I EC  Nati onal  Commi ttees  for any personal  i n j u ry,  property d amage  or 
other damage  of any natu re  whatsoever,  whether d i rect  or i n d i rect,  or for costs  ( i n cl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cati on ,  use  of,  or re l i ance  upon ,  th i s  I EC  Publ i cati on  or any other I EC  
Publ i cati ons.   

8)  Atten ti on  i s  d rawn  to  the  Normati ve  references  ci ted  i n  th i s  publ i cati on .  U se  of the  referenced  pub l i cati ons  i s  
i n d i spensabl e  for the  correct appl i cati on  of th i s  publ i cati on .  

9)  Atten ti on  i s  d rawn  to  the  poss ib i l i ty that some  of the  e l emen ts  of th i s  I EC  Publ i cati on  may be  the  subj ect of 
paten t ri gh ts .  I EC  shal l  n ot  be  he l d  responsibl e  for i den ti fyi ng  any or a l l  such  paten t  ri gh ts .  

I n ternational  Standard  I EC  62779-3  has  been  prepared  by I EC techn ical  commi ttee  47:  
Semiconductor devices.  

The  text of th is  standard  i s  based  on  the  fol lowing  documents:  

FDIS  Report  on  voti ng  

47/2282/FDIS  47/2292/RVD 

 
Fu l l  i n formation  on  the  voting  for the  approval  of th is  standard  can  be  found  in  the  report on  
voting  i nd icated  i n  the  above  table.  

Th is  publ ication  has  been  drafted  i n  accordance  wi th  the  ISO/IEC  Di rectives,  Part 2 .  
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A l i st  of a l l  parts  i n  the  I EC  62779  series,  publ i shed  under the  general  ti tl e  Semiconductor 
devices – Semiconductor interface for human body communication,  can  be  found  on  the  I EC 
websi te.  

The  commi ttee  has  decided  that the  con ten ts  of th is  publ ication  wi l l  remain  unchanged  un ti l  
the  stabi l i ty date  i nd icated  on  the  I EC websi te  under "h ttp: //webstore. iec.ch"  i n  the  data  
re lated  to  the  speci fic publ ication .  At th is  date,  the  publ ication  wi l l  be   

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  replaced  by a  revised  ed i ti on ,  or 

•  amended .  

 

IMPORTANT – The  'colour inside'  logo  on  the  cover page of th is  publ ication  ind icates  
that  i t  contains  colours  which  are  considered  to  be  usefu l  for the  correct 
understanding  of i ts  contents.  Users  should  therefore  print th is  document using  a  
colour printer.  
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I NTRODUCTION  

The  I EC 62779  series  i s  composed  of three  parts  as  fol lows:   

•  I EC  62779-1  defines  general  requ i rements  of a  semiconductor i n terface  for human  body 
commun ication .  I t  i ncludes  general  and  functional  speci fications  of the  in terface.  

•  I EC  62779-2  defines  a  measurement method  on  e lectrical  performances  of an  e lectrode  
that constructs  a  semiconductor i n terface  for human  body commun ication .  

•  I EC  62779-3  defines  functional  type  of a  semiconductor i n terface  for human  body 
commun ication ,  and  operational  cond i tions  of the  in terface.  

I EC  60748-4  g ives  requ i rements  on  i n terface  in tegrated  ci rcu i ts  for semiconductor devices.  
Especia l l y,  Chapter I I I ,  Section  7  i n  th is  standard  i s  appl ied  to  i n terface  ci rcu i ts  for a  
commun ication  network using  a  general  channel ,  such  as  wi re  or wi reless.  However,  a  
channel  for HBC is  the  human  body whose  channel  properties,  such  as  s ignal  l oss  and  delay 
profi le ,  are  d i fferen t from  the  general  channel ,  so  the  Chapter I I I ,  Section  7  cannot be  appl ied  
to  an  i n terface  for HBC.  Furthermore,  a  standard  on  a  commun ication  protocol  for body area  
network (BAN)  −  I EEE  802. 1 5. 6  ( IEEE  Std  802. 1 5.6-201 2),  wh ich  includes  a  commun ication  
protocol  for HBC was  publ ished  i n  201 2.  A common  i n terface  for HBC shou ld  be  defined  to  
secure  commun ication  compatibi l i ty between  various  devices  that are  implemented  on /inside  
the  human  body or embedded  i n  peripheral  equ ipments.   
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SEMICONDUCTOR DEVICES –  
SEMICONDUCTOR INTERFACE FOR HUMAN  BODY COMMUNICATION  –  

 
Part 3:  Functional  type and  i ts  operational  conditions  

 
 
 

1  Scope 

Th is  part of I EC  62779  series  defines  a  functional  type  of a  semiconductor i n terface  for 
human  body commun ication  (HBC).  An  i n terface  for HBC i ncludes  an  e lectrode  that i s  
physical  structure  to  transmi t a  data  s ignal  to  the  human  body or receive  a  transmi tted  data  
s ignal  from  the  body.  An  e lectrode  d i rectly con tacts  wi th  the  human  body in  many cases,  bu t i t  
cannot main tain  the  contact cond i tion  when  an  object,  such  as  clothes,  exists  between  the  
i n terface  and  the  body or a  near fie ld  commun ication  i s  requ i red ;  hence,  depend ing  on  the  
con tact cond i tion ,  an  i n terface  for HBC can  be  categorized  i n to  a  con tact and  non-contact 
type  as  shown  i n  F igure  1 .  Th is  part i ncludes  the  categorization  of the  i n terface  for HBC 
accord ing  to  the  con tact cond i tion ;  and  performance  parameters  characterizing  the  in terface  
of each  category.   

  

a)  contact type  b)  non-contact type  

Key    

H uman  Body Human  body of a  user us i ng  HBC  E l ectrode  Phys i ca l  s tructu re  to  transmi t  an  
e l ectri ca l  s i gnal  to  the  h uman  body 
or receive  a  s i gna l  from  the  human  
body 

Figure  1  – HBC  interfaces  

2  Normative references  

The  fol lowing  documents,  i n  whole  or i n  part,  are  normatively referenced  i n  th is  document and  
are  i nd ispensable  for i ts  appl ication .  For dated  references,  on ly the  ed i tion  ci ted  appl ies.  For 
undated  references,  the  latest ed i tion  of the  referenced  document ( i nclud ing  any 
amendments)  appl ies.  

None.  

3  Terms and  defin i tions  

For the  purposes  of th is  document,  the  fol l owing  terms  and  defin i tions  apply.  

IEC  

I n terface  

Human  body 

Weak e l ectri c  fi e l d  

E l ectrode  

IEC  

I n terface  

Human  body 

S trong  e l ectri c  fi e l d  

E l ectrode  
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3.1  In terface  type 

3. 1 . 1   
contact-type  HBC  interface  
HBC in terface  whose  e lectrode  has  a  physical  con tact wi th  the  human  body 

Note  1  to  en try:  A con tact-type  HBC i n terface  generates  a  strong  e l ectromagneti c  fi e l d  wh i ch  i s  coupled  wi th  the  
human  body th rough  an  e l ectrode  because  a  phys i ca l  con tact  by an  e l ectrode  causes  a  decrease  i n  l oad  
impedance  of the  i n terface  and  an  i ncrease  i n  ou tpu t  cu rren t  accord i ng l y.  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on l y.  

3.1 .2   
noncontact-type  HBC  interface 
HBC in terface  whose  e lectrode  does  not have  a  physical  con tact wi th  the  human  body 

Note  1  to  en try:  Un l i ke  a  con tact-type  HBC  i n terface,  a  noncontact-type  HBC  i n terface  generates  a  weak 
e l ectromagneti c  fi e l d  th rough  the  e l ectrode,  i n  wh i ch  the  fi e l d  i s  coupl ed  wi th  the  human  body th rough  an  e l ectrode  
and  an  obj ect  l ocated  between  the  h uman  body and  an  e l ectrode.  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on l y.  

3.2  Detection  of HBC  interface   

3 .2 .1   
contact detection  
detection  process  that determines  whether an  e lectrode  has  a  physical  con tact wi th  the  
human  body or not i n  the  case  of a  con tact-type  HBC in terface  

3.2.2   
proximity detection  
detection  process  that determines  whether an  e lectrode  i s  wi th in  a   speci fic d istance  from  the  
human  body or not i n  the  case  of a  noncontact-type  HBC i n terface  

3.3  Electromagnetic  field  coupl ing  

3.3.1   
field  coupl ing  
coupl ing  wi th  the  human  body of an  e lectromagnetic fie ld  generated  from  a  HBC i n terface   

Note  1  to  en try:  Depend i ng  on  a  frequency of a  s i gna l  to  be  transmi tted  or received ,  an  e l ectri c  or magneti c  fi e l d  
i s  i nvol ved  i n  the  fi e l d  coupl i ng .  

3.3.2   
d i rectional  coupl ing  
fie ld  coupl ing  whose  amount i s  dependent on  the  coupl i ng  d i rection  from  an  e lectrode  to  the  
human  body 

3.3.3   
non-d irectional  coupl ing  
fie ld  coupl ing  whose  amount i s  i ndependent on  the  coupl ing  d i rection  from  an  e lectrode  to  the  
human  body  

3.4 Essential  rating  and  characteristics  

3.4.1  S ignal  transmission  

3.4.1 .1   
coupl ing  loss  
Lcoupl i ng  
s ignal  l oss  caused  by an  e lectrode  of a  HBC in terface  
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Note  1  to  en try:  I n  the  case  of a  d i recti ona l  coupl i ng ,  a  coup l i ng  l oss  i s  dependen t  on  a  coupl i ng  d i recti on  from  
the  e l ectrode  to  the  human  body;  however,  a  coupl i ng  l oss  i s  a  constan t i rrespecti ve  of a  coupl i ng  d i recti on  i n  the  
case  of a  non -d i recti onal  fi e l d  coupl i ng .  

Note  2  to  en try:  A coupl i ng  l oss  i s  represen ted  wi th  a  vo l tage  or power ra ti o .   

3.4.1 .2   
coupl ing  efficiency 
Ecoupl i ng  
transmission  efficiency caused  by an  e lectrode  of a  HBC in terface  

Note  1  to  en try:  A transm ission  effi ci ency can  be  obtai ned  by converti ng  a  dB  scal e  of a  coupl i ng  l oss  i n to  a  %  
sca l e.   

3.4.1 .3   
coupl ing  conductance 
Gcoupl i ng  
conductance  component i n  a  fie ld  coupl ing  that corresponds  to  a  magn i tude  value  of the  
coupl i ng  loss  

3.4.1 .4   
coupl ing  capacitance 
Ccoupl i ng  
capaci tance  component i n  a  fie ld  coupl ing  that corresponds  to  a  phase  value  of the  coupl ing  
l oss  

3.4.1 .5   
coupl ing  bandwidth  
BWcoupl i ng  
frequency range  over wh ich  a  coupl ing  loss  i s  equal  to  or l ess  than  a  speci fi c value  

Note  1  to  en try:  The  speci fi c  val ue  i s  usual l y  determ ined  l arger by 3  dB  from  a  m i n imum  coupl i ng  l oss.   

3.4.2  Signal  rad iation  

3.4.2 .1   
coupl ing  d istance 
Dcoupl i ng  
physical  d istance  between  the  human  body and  a  HBC in terface  at wh ich  the  coupl ing  loss  i s  
equal  to  or l ess  than  a  speci fic value  

Note  1  to  en try:  The  speci fi c  va l ue  i s  d eterm ined  to  sati sfy a  proper sensi ti vi ty l evel  of a  HBC i n terface.  

Note  2  to  en try:  The  coupl i ng  d i s tance  i s  d efi ned  on l y for a  noncon tact-type  i n terface.  

3.4.2 .2   
d i rectivi ty 
DIRcoupl i ng  
range  of d i rection  in  ang le  or d istance  at wh ich  a  coupl ing  loss  i s  equal  to  or l ess  than  a  
speci fic  value  in  the  case  of a  d i rectional  coupl ing  

Note  1  to  en try:  The  speci fi c  va l ue  i s  determ ined  to  sati sfy a  proper sensi ti vi ty l evel  of a  HBC  i n terface.  

3.5  Other terms  and  defin i tions  

3.5.1   
load  impedance 
Zl oad  
impedance  seen  by a  HBC in terface  i n  a  d i rection  from  an  e lectrode  towards  the  human  body  

Note  1  to  en try:  I n  the  case  of a  noncontact-type  i n terface,  the  l oad  impedance  i ncl udes  an  impedance  by an  
ob j ect between  the  human  body and  a  HBC i n terface.  
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3.5.2   
detection  time 
Tdetecti on  
m in imum  requ i red  time  to  detect a  physical  con tact or proxim i ty of an  e lectrode   

4 Interface  type  

4.1  General  specifications  

4. 1 . 1  Function  

4. 1 . 1 . 1  Category 

I f a  HBC in terface  has  a  d i fferen t category,  a  con tact or non-contact type,  accord ing  to  a  
con tact cond i tion ,  the  cond i tion  and  type  of con tact shou ld  be  provided .  

4.1 .1 .2  Functional  description  

An  in terface  for HBC i s  a  device  to  transmi t a  data  si gnal  to  the  human  body or receive  a  
transmi tted  data  s ignal  from  the  body.  I f appl icable,  d i fferences  i n  functions  of each  i n terface  
type  shal l  be  g iven .  

4.1 .1 .3  Block d iagram 

I n terface’s  overal l  structure  shal l  be  g iven .  Detai l s  of the  structure  shal l  be  g iven  using  a  
b lock d iagram  as  presented  i n  F igure  2  below.  

HBC
Modem

Elect
rode Powerl ine

Noise
Reduction

Filter

Signal
Amplifier

High-Pass 
Fi lter

Comparator CDR

Human 
Body

 

IEC 

Key    

H uman  Body Human  body of a  user us i ng  HBC  E l ectrode  Phys i ca l  s tructu re  to  transmi t  an  
e l ectri ca l  s i gnal  to  the  human  body 
or receive  a  s i gna l  from  the  human  
body 

Powerl i ne  
No ise  
Reducti on  
F i l ter 

C i rcu i t  to  remove  a  noi se  s i gna l  
generated  from  a  powerl i ne  i n  a  
narrow frequency-band  

S i gna l  Ampl i fi er C i rcu i t  to  ampl i fy a  receivi ng  s i gnal  

H i gh  Pass  
F i l ter 

C i rcu i t  to  remove  a  noi se  s i gna l  i n  
a  wi de  frequency-band   

Comparator Ci rcu i t  to  transform  an  ana log  
s i gnal  i n to  a  d i g i ta l  s i gna l  

CDR Cl ock-data-recovery ci rcu i t  to  
remove  j i tter i n  a  d i g i ta l  s i gnal  

HBC  Modem  Ci rcu i t  to  modu l ate  and  demodu l ate  
a  d ata  s i gna l  

Figure  2  – Block d iagram  of interface  

NOTE  1  The  powerl i ne  noi se  reduction  fi l ter can  be  removed  i f the  power of the  no i se  s i gna l  i s  not  h i gh  enough  to  
satu rate  the  acti ve  componen ts  i n  the  i n terface.   
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NOTE  2  Order of the  componen ts  i n  the  i n terface  can  be  changed .   

I f appl icable,  a  functional  part for con tact or proximi ty detection  shal l  be  defined  in  a  b lock 
d iagram.  Also,  con trol  s ignals  to  support a  detection  process  shou ld  be  defined .  

4.1 .2  Implementation   

4. 1 .2 .1  In terface  Package 

Package  type,  for example  ceramic,  p lastic or g lass,  shal l  be  g iven .  I f appl icable,  I EC  and /or 
national  reference  number of the  ou tl i ne  d rawing  shal l  be  stated .  

4.1 .2 .2  Electrode 

4. 1 .2 .2 . 1  Electrode  appearance 

Materia l  properties  wi th  respect to  an  e lectrode  and  e lectrode’s  physical  d imensions  shal l  be  
stated .   

4.1 .2 .2 .2  Electrode  location  

The  posi tion  of the  e lectrode  to  be  implemented  i n  a  HBC i n terface  shal l  be  g iven .  Detai l s  on  
the  posi tion ,  such  as  d istances  from  a  reference  poin t i n  a  HBC in terface,  shal l  be  i ncluded .  

I f appl icable,  the  posi tion  where  an  e lectrode  shal l  not be  implemented  shal l  be  stated .  

4.1 .3  Compatibi l i ty 

Compatibi l i ty between  i n terfaces  having  a  d i fferen t type  shal l  be  stated .   

I f appl icable,  requ i red  cond i tions  to  ach ieve  compatib i l i ty shou ld  be  g iven .   

4.2  Electrical  specifications  

4.2 .1  Coupl ing  specifications  

Coupl ing  speci fications  of a  HBC in terface  shal l  be  g iven  as  shown  in  Table  1  below.  

Table  1  – Coupl ing  specifications  of a  HBC  interface  

Speci fication  Symbol  
Value  

Un i t  
Min .  Typ.  Max.  

Coupl i ng  l oss  Lcoup l i n g     dB  

Coupl i ng  effi ci ency Ecoup l i n g     %  

Coupl i ng  conductance  Gcoup l i n g     S  

Coupl i ng  capaci tance  Ccoup l i n g     F  

Coupl i ng  bandwid th  BWcoup l i n g     H z  

Coup l i ng  d i stance  Dcoup l i n g     M  

Load  impedance  Zl oad     Ω  

Detecti on  time  Tdetect i on     s  

 

4.2.2  D irectional  specifications  

Direction  speci fications  of a  HBC in terface  shal l  be  g iven  as  shown  i n  Table  2  below.  
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Table  2  – D irection  specifications  of a  HBC  interface  

Speci fication  Symbol  
Value  

Un i t  
Min .  Typ.  Max.  

D i recti vi ty DIRcoup l i n g     dB  

 

4.2.3  Transient specifications  

Transien t speci fications  of a  HBC electrode  shal l  be  g iven  as  shown  in  Table  3  below.  

Table  3  – Transient specifications  of a  HBC  electrode 

Speci fication  Symbol  
Value  

Un i t  
Min .  Typ.  Max.  

Detecti on  time  Tdetect i on     s  

 

4.3  Limiting  values  

4.3.1  Detai ls  to  be  stated  

The  fol lowing  detai l s  shal l  be  stated :   

– Any dependency between  the  l im i ting  values  shal l  be  speci fied .  

– I f external ly connected  and /or attached  e lements  have  an  in fluence  on  the  l im i ti ng  values,  
the  e lements  and  thei r cond i tions  shal l  be  speci fied .  

– I f the  l im i ting  values  are  exceeded  for transient overload ,  the  permissib le  excesses  and  
thei r durations  shal l  be  speci fied .  

– Al l  vol tages  are  referenced  to  a  speci fic reference  terminal .  

– The  l im i ting  values  g iven  shal l  cover an  i n terface’s  operation  over the  speci fied  range  of 
operating  temperature.  I f the  l im i ting  values  are  dependent on  temperature,  the  
dependency shal l  be  g iven .  

4.3.2  Electrical  l imi ting  values  

Limi ting  values  of the  fol lowing  i tems  shal l  be  g iven :   

a)  Supply vol tage;  

b)  Supply curren t i n  normal  mode;  

c)  Supply power;  

d )  I npu t vol tage  at  an  electrode.  

4.3.3  Temperatures  

The  fol lowing  temperatures  shal l  be  stated :  

a)  Operating  temperature;  

b)  Storage  temperature.  

4.3.4 Humidi ty 

The  fol lowing  humid i ty cond i tions  shal l  be  stated :   

a)  Operating  humid i ty;  

b)  L im i ting  values  of humid i ty cond i tion .  
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AVANT-PROPOS 

1 )  La  Commission  E l ectrotechn i que  I n ternati onal e  ( I EC)  est  u ne  organ i sati on  mond ia le  de  normal i sati on  
composée  de  l 'ensemble  d es  comi tés  é l ectrotechn i ques  nati onaux (Comi tés  nati onaux de  l ’ I EC).  L ’ I EC  a  pou r 
ob j et  d e  favori ser l a  coopérati on  i n ternati onal e  pou r tou tes  l es  questi ons  de  normal i sati on  dans  l es  domaines  
de  l 'é l ectri ci té  e t  de  l 'é l ectron ique.  À cet effet,  l ’ I EC  – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  d es  Normes  i n ternationa l es,  
d es  Spéci fi cati ons  techn iques,  des  Rapports  techn i ques,  des  Spéci fi cati ons  accessi b l es  au  publ i c  (PAS)  et  des  
Gu i des  (ci -après  dénommés  "Publ i cati on (s)  de  l ’ I EC") .  Leu r é l aborati on  est con fi ée  à  des  com i tés  d 'é tudes,  aux 
travaux desquel s  tou t  Com i té  nati onal  i n téressé  par l e  su jet  tra i té  peu t  parti ci per.  Les  organ i sati ons  
i n ternati onal es ,  gouvernementa l es  e t  non  gouvernementa les,  en  l i a i son  avec l ’ I EC,  parti ci pen t  éga l emen t  aux 
travaux.  L ’ I EC  col l abore  étro i temen t avec l 'Organ i sati on  I n ternati onale  de  Normal i sati on  ( I SO),  se l on  des  
cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  deux organ i sati ons.  

2 )  Les  déci s ions  ou  accords  offi ci e l s  de  l ’ I EC  concernan t  l es  q uesti ons  techn i ques  représen ten t,  dans  l a  mesure  
du  possi b l e ,  u n  accord  i n ternational  su r l es  su j ets  é tud i és ,  é tan t  donné  q ue  l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC  
i n téressés  son t représen tés  dans  chaque  com i té  d ’ études.  

3 )  Les  Publ i cati ons  d e  l ’ I EC  se  présen ten t sous  l a  forme  de  recommandations  i n ternational es  et  son t  ag réées  
comme  te l l es  par l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  ra i sonnab l es  son t en trepri s  afi n  q ue  l ’ I EC  
s 'assu re  de  l 'exacti tude  du  con tenu  techn i que  de  ses  publ i cati ons;  l ’ I EC  ne  peu t  pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éven tuel l e  mauvai se  u ti l i sati on  ou  i n terprétati on  q u i  en  est  fa i te  par un  quel conque  u ti l i sateu r fi na l .  

4 )  Dans  l e  bu t d 'encourager l ' u n i form i té  i n ternati onal e ,  l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC  s 'engagen t,  dans  tou te  l a  
mesure  poss ib l e ,  à  appl i quer de  façon  transparen te  l es  Pub l i cati ons  de  l ’ I EC  dans  l eu rs  pub l i cati ons  nati ona l es  
et  rég i onales.  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Publ i cati ons  de  l ’ I EC  et  tou tes  publ i cati ons  nati onal es  ou  
rég i ona l es  correspondan tes  do iven t être  i nd i quées  en  termes  cl a i rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L ’ I EC  e l l e-même  ne  fou rn i t  aucune  attestati on  de  con form i té.  Des  organ i smes  de  certi fi cati on  i n dépendan ts  
fou rn i ssen t des  services  d 'éval uati on  de  con form i té  e t,  dans  certa i ns  secteu rs,  accèden t  aux marques  de  
con form i té  d e  l ’ I EC.  L ’ I EC n 'est  responsable  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ i smes  de  certi fi cati on  
i ndépendants.  

6 )  Tous  l es  u ti l i sateu rs  doi ven t  s 'assu rer qu ' i l s  son t  en  possession  de  l a  dern ière  éd i ti on  de  cette  pub l i cati on .  

7 )  Aucune  responsabi l i té  ne  d oi t  ê tre  impu tée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateu rs,  employés,  auxi l i a i res  ou  mandata i res,  
y compri s  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'é tudes  et  d es  Comi tés  nati onaux de  l ’ I EC,  
pou r tou t  pré j ud ice  causé  en  cas  d e  dommages  corporel s  et  matéri e l s ,  ou  de  tou t  au tre  d ommage  de  quel que  
natu re  que  ce  soi t,  d i recte  ou  i n d i recte,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compri s  l es  fra i s  d e  j u sti ce)  e t  l es  
d épenses  décou l an t  de  l a  publ i cati on  ou  d e  l ' u ti l i sati on  de  cette  Publ i cati on  de  l ’ I EC  ou  d e  tou te  au tre  
Publ i cati on  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  q u i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'a tten ti on  est  a tti rée  su r l es  références  normati ves  ci tées  dans  cette  publ i cati on .  L 'u ti l i sati on  de  publ i cati ons  
référencées  est  ob l i gatoi re  pour une  app l i cati on  correcte  de  l a  présen te  publ i cati on .   

9)  L ’ a tten ti on  est  a tti rée  su r l e  fa i t  q ue  certa i ns  des  é l émen ts  de  l a  présente  Publ i cati on  de  l ’ I EC  peuven t  fa i re  
l ’ obj et  d e  d roi ts  d e  brevet.  L ’ I EC  ne  sau ra i t  être  tenue  pou r responsabl e  de  ne  pas  avoi r i den ti fi é  de  te l s  d ro i ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r s i gnal é  l eu r exi stence.  

La  Norme  i n ternationale  I EC  62779-3  a  été  établ ie  par l e  comi té  d ’études  47  de  l ’ I EC:  
D isposi ti fs  à  semiconducteurs.  

Le  texte  de  cette  norme  est i ssu  des  documents  su ivan ts:  

FDIS  Rapport  de  vote  

47/2282/FDIS  47/2292/RVD 

 
Le  rapport de  vote  i nd iqué  dans  le  tableau  ci -dessus  donne  tou te  in formation  sur l e  vote  ayan t 
abou ti  à  l 'approbation  de  cette  norme.  

Copyright International  Electrotechnical  Commission 



 –  1 6  – I EC  62779-3: 201 6  © I EC 201 6  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  selon  l es  D i rectives  I SO/IEC,  Partie  2 .  

Une  l i ste  de  tou tes  l es  parties  de  la  série  I EC  62779,  publ iées  sous  l e  ti tre  général ,  Dispositifs 
à  semiconducteurs – Interface à  semiconducteurs pour les communications via  le  corps 
humain ,  peut être  consu l tée  sur l e  s i te  web  de  l ' I EC.  

Le  comi té  a  décidé  que  l e  contenu  de  cette  publ ication  ne  sera  pas  mod i fié  avan t l a  date  de  
stabi l i té  i nd iquée  sur l e  s i te  web  de  l ’ I EC  sous  "h ttp: //webstore. iec.ch"  dans  les  données  
re lati ves  à  l a  publ ication  recherchée.  À cette  date,  l a  publ ication  sera   

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  

 

IMPORTANT – Le  logo "colour inside"  qu i  se  trouve  sur la  page de  couverture  de  
cette  publ ication  ind ique  qu 'el le  contient des  cou leurs  qu i  sont considérées  comme 
u ti les  à  une  bonne  compréhension  de  son  contenu.  Les  u ti l isateurs  devraient,  par 
conséquent,  imprimer cette  publ ication  en  u ti l isant une  imprimante  cou leur.  
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I NTRODUCTION  

La  série  I EC 62779  est  composée  des  tro i s  parti es  su i van tes :   

•  L ’ I EC  62779-1  défin i t  l es  exigences  générales  d 'une  in terface  à  semiconducteurs  pour l es  
commun ications  via  l e  corps  humain .  E l l e  i nclu t des  spéci fications  générales  et 
fonctionnel les  de  l ' i n terface.  

•  L ’ I EC  62779-2  défi n i t  u ne  méthode  de  mesure  des  performances  é l ectri ques  d 'une  
é l ectrode  qu i  consti tue  une  in terface  à  semiconducteurs  pour les  communications  via  le  
corps  humain .  

•  L ’ I EC  62779-3  d é fi n i t  u n  type  fon ct i on n e l  d ' u n e  i n te rface  à  sem i con d u cteu rs  pou r  l e s  
commun ications  via  le  corps  humain  et l es  cond i tions  d ’u ti l i sation  de  l ' in terface.  

L ’ I EC  60748-4  spéci fi e  d es  exi g ences  su r  l es  c i rcu i ts  i n tég rés  d ' i n te rface  pou r  l es  
d i spos i t i fs  à  sem i con ducteu rs .  En  part i cu l i e r,  l a  secti on  7  d u  chap i tre  I I I  d e  ce tte  n orme  
s ' app l i q u e  au x  c i rcu i ts  d ' i n te rface  pou r  u n  réseau  d e  commun i ca t i on  u t i l i san t  u n  cana l  
g énéra l ,  te l  q u ’ u n  cana l  câb l é  ou  san s  fi l .  Tou te fo i s ,  u n  can a l  pou r  d es  commun i ca t i on s  
v i a  l e  corps  h uma i n  es t  l e  corps  h uma i n  d on t  l es  p ropri é tés  d u  can a l  te l l es  q u e  l es  
pertes  d e  s i g n a l  e t  l e  re ta rd ,  son t  d i ffé ren tes  d e  ce l l es  d ' u n  cana l  g énéra l .  La  sect i on  7  
d u  chap i tre  I I I  n e  peu t  d on c  pas  ê tre  app l i q u ée  à  u n e  i n te rface  pou r  d es  
commun i ca t i on s  v i a  l e  corps  h uma i n .  E n  ou tre ,  u n e  n orme  su r  u n  p ro toco l e  d e  
commun i ca t i on  pou r l es  réseau x corpore l s  (BAN  Body Area  Network)  –  I EEE802 . 1 5 . 6  
( l a  n orme  I EEE  802 . 1 5 . 6 -201 2 ) ,  comprenan t  u n  p ro toco l e  d e  commun i ca t i on  pou r l es  
commun i ca t i on s  v i a  l e  corps  h uma i n  (HBC  Human  Body Communication ) ,  a  é té  pu b l i ée  
en  20 1 2 .  I l  con vi en t  d e  d é fi n i r  u n e  i n te rface  commune  pou r  l es  commun i ca t i on s  v i a  l e  
corps  h uma i n  a fi n  d e  sécu ri ser  l a  compa t i b i l i té  d es  commun i ca ti on s  en tre  d i ffé ren ts  
d i spos i t i fs  m i s  en  œuvre  su r  ou  à  l ' i n té ri eu r  d u  corps  h uma i n  ou  i n tég rés  d an s  d es  
éq u i pemen ts  péri phéri q u es .  
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Partie  3:  Type fonctionnel  et ses  conditions  d ’uti l isation  
 
 
 

1  Domaine d ’appl ication  

La  présente  partie  de  l a  série  I EC  62779  défin i t  un  type  fonctionnel  d ’une  in terface  à  
semiconducteurs  u ti l i sée pour les communications via  le  corps humain  (HBC).  Une  in terface  
pour l es  communications  via  l e  corps  humain  comprend  une  é lectrode,  c’est-à-d i re  une  
structure  physique  permettan t d ’émettre  un  s ignal  de  données  vers  le  corps  humain  ou  de  
recevoi r un  s ignal  de  données  émis  par l e  corps.  Dans  de  nombreux cas,  une  é lectrode  en tre  
d i rectement en  con tact avec le  corps.  Cependant,  e l le  ne  peu t pas  main ten i r l es  cond i tions  de  
con tact l orsqu ’un  objet,  te l  qu ’un  vêtement,  se  trouve  en tre  l ’ i n terface  et  l e  corps  ou  qu ’une  
commun ication  en  champ proche  est exigée.  Par conséquent,  en  fonction  des  cond i tions  de  
con tact,  une  i n terface  pour les  commun ications  via  l e  corps  humain  peu t être  classée  en  deux 
catégories:  type  avec con tact et type  sans  con tact,  te l  que  représenté  à  l a  F igure  1 .  La  
présente  partie  comprend  l a  catégorisation  de  l ’ i n terface  pour l es  commun ications  via  l e  corps  
humain  selon  l es  cond i tions  de  con tact a insi  que  l es  paramètres  de  performance  qu i  
caractérisent l ’ i n terface  de  chaque  catégorie.   

  

a)  type  avec  contact B)  type  sans  contact 

Légende     

Corps  humain  Corps  humain  d ’ un  u ti l i sateu r de  
commun icati ons  vi a  l e  corps  
humain   

É l ectrode  S tructu re  physique  servan t  à  émettre  
u n  s i gna l  é l ectri que  vers  l e  corps  
humain  ou  à  recevoi r u n  s i gnal  ém is  
par l e  corps  humain  

Figure  1  – In terfaces  pour l es  communications  via  l e  corps  humain  

2  Références  normatives  

Les  documents  su ivan ts  son t ci tés  en  référence  de  man ière  normative,  en  i n tégral i té  ou  en  
partie,  dans  l e  présent document et son t i nd ispensables  pour son  appl ication .  Pour les  
références  datées,  seu le  l ’ éd i ti on  ci tée  s ’appl ique.  Pour l es  références  non  datées,  l a  dern ière  
éd i tion  du  document de  référence  s ’appl i que  (y compris  l es  éven tuels  amendements).  

Aucune.  

IEC  

I n terface  

Corps  humain  

Champ  é l ectri que  
de  fa i b l e  i n tensi té  

É l ectrode  

IEC  

I n terface  

Corps  humain  

Champ  é l ectri que  
de  forte  i n tensi té  

É l ectrode  
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3  Termes  et défin i tions  

Pour l es  besoins  du  présent document,  l es  termes  et défin i ti ons  su ivan ts  s ’appl iquent.  

3.1  Type d ’ in terface  

3. 1 . 1   
i n terface  pour les  communications  via  le  corps  humain  (HBC)  de  type  avec contact 
i n terface  pour l es  commun ications  via  l e  corps  humain  don t l ’é lectrode  est en  contact 
physique  avec le  corps  humain  

Note  1  à  l 'arti cl e :  U ne  i n terface  pou r l es  commun icati ons  vi a  l e  corps  humain  de  type  avec con tact  génère  u n  
champ  é l ectromagnéti que  fort  q u i  est  couplé  avec l e  corps  humain  vi a  u ne  é l ectrode,  car l e  con tact  physi que  avec 
une  é l ectrode  en traîne  une  d im i nu ti on  de  l ’ impédance  de  charge  de  l ’ i n terface  et  u ne  augmen tati on  du  cou ran t  de  
sorti e  en  conséquence.  

Note  2  à  l 'arti cl e :  L ’ ab révi a t i on  H BC  es t  d é ri vée  d u  te rme  an g l a i s  d éve l oppé  correspond an t  "Human  Body 
Commun icati on " .  

3.1 .2   
i n terface  pour l es  communications  via  l e  corps  humain  (HBC)  de  type  sans  contact 
i n terface  pour l es  communications  via  l e  corps  humain  don t l ’ é lectrode  n ’est pas  en  con tact 
physique  avec l e  corps  humain  

Note  1  à  l 'arti cl e :  Con trai remen t  à  l ’ i n terface  pou r l es  commun icati ons  vi a  l e  corps  humain  d e  type  avec con tact,  
u ne  i n terface  pou r l es  commun icati ons  vi a  l e  corps  humain  d e  type  sans  con tact  génère  un  champ  
é l ectromagnéti que  fa i b l e  par l e  b i a i s  de  l ’ é l ectrode,  dans  l aque l l e  l e  champ  est  coupl é  avec l e  corps  humain  au  
moyen  d ’ une  é l ectrode  e t  d ’ u n  ob jet  s i tué  en tre  l e  corps  humain  e t  une  é l ectrode.  

Note  2  à  l 'arti cl e :  L ’ abrévi a t i on  HBC  es t  d éri vée  d u  te rme  an g l a i s  d éve l oppé  correspon dan t  "Human  Body 
Commun icati on " .  

3.2  Détection  d ’une  interface  pour les  communications  via  l e  corps  humain  

3.2 .1   
détection  de  contact 
processus  de  détection  qu i  détermine  s i  une  é lectrode  est en  con tact physique  avec l e  corps  
humain ,  ou  non ,  dans  l e  cas  d ’une  in terface  pour les  commun ications  via  l e  corps  humain  de  
type  avec contact 

3.2.2   
détection  de  proximité  
processus  de  détection  qu i  détermine  s i  une  é lectrode  se  trouve  à  une  d istance  spéci fique  du  
corps  humain ,  ou  non ,  dans  le  cas  d ’une  i n terface  pour l es  commun ications  via  l e  corps  
humain  de  type  sans  con tact 

3.3  Couplage  de  champs  électromagnétiques  

3.3.1   
couplage  de  champs  
couplage  du  corps  humain  avec un  champ é lectromagnétique  généré  à  parti r d ’une  i n terface  
pour les  commun ications  via  l e  corps  humain  

Note  1  à  l 'arti cl e :  En  foncti on  de  l a  fréquence  du  s i gna l  à  émettre  ou  à  recevoi r,  u n  champ  é l ectri q ue  ou  
magnéti q ue  est  impl i q ué  dans  l e  coupl age  de  champs.  

3.3.2   
couplage d irectionnel  
couplage  de  champs  don t l a  quan ti té  dépend  de  l a  d i rection  de  couplage  d ’une  é lectrode  au  
corps  humain  
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3.3.3   
couplage  non  d i rectionnel  
couplage  de  champs  don t l a  quan ti té  est i ndépendante  de  l a  d i rection  de  couplage  d ’une  
é lectrode  au  corps  humain  

3.4 Valeurs  assignées  et  caractéristiques  essentiel les  

3 .4.1  Émission  de  s ignal  

3 .4.1 . 1   
perte  de  couplage 
Lcoupl i ng  
perte  de  s ignal  provoquée  par une  é lectrode  d ’ i n terface  pour l es  commun ications  via  l e  corps  
humain  

Note  1  à  l 'arti cl e :  Dans  l e  cas  d ’ u n  coupl age  d i recti onnel ,  u ne  perte  de  coupl age  dépend  de  l a  d i recti on  de  
coupl age  de  l ’ é l ectrode  au  corps  humain ;  cependan t,  dans  l e  cas  d ’ un  coupl age  de  champs  non  d i recti onnel ,  u ne  
perte  de  coupl age  est  constan te,  q uel l e  que  so i t  l a  d i recti on  de  coupl age.  

Note  2  à  l 'arti cl e :  Une  perte  de  couplage  est  exprimée  par un  rapport  de  tensi on  ou  u n  rapport  de  pu i ssance.  

3.4.1 .2   
rendement de  couplage 
Ecoupl i ng  
rendement d ’émission  engendré  par une  é lectrode  d ’une  in terface  pour l es  commun ications  
via  l e  corps  humain  

Note  1  à  l 'arti cl e :  Un  rendement  d ’ ém ission  peu t être  obtenu  en  converti ssan t  u ne  échel l e  dB  d ’ une  perte  de  
coupl age  en  éche l l e  % .  

3.4.1 .3   
conductance  de  couplage 
Gcoupl i ng  
composante  de  conductance  dans  un  couplage  de  champs  correspondant à  une  valeur 
d ’ampl i tude  de  l a  perte  de  couplage  

3.4.1 .4   
capaci té  de  couplage 
Ccoupl i ng  
composante  de  capaci té  dans  un  couplage  de  champs  correspondant à  une  valeur de  phase  
de  l a  perte  de  couplage  

3.4.1 .5   
l argeur de  bande  de  couplage 
BWcoupl i ng  
p lage  de  fréquences  sur l aquel le  une  perte  de  couplage  est i n férieure  ou  égale  à  une  valeur 
donnée  

Note  1  à  l 'arti cl e :  La  val eu r donnée  est généra l emen t supérieu re  de  3  dB  à  une  perte  de  coupl age  m i n imale .   

3.4.2  Rayonnement de  s ignal  

3 .4.2 .1   
d istance de  couplage 
Dcoupl i ng  
d i stance  physique  en tre  le  corps  humain  et une  in terface  pour l es  commun ications  via  l e  
corps  humain  à  l aquel le  l a  perte  de  couplage  est i n férieure  ou  égale  à  une  valeur donnée 

Note  1  à  l 'arti cl e :  La  va leu r donnée  est  déterm inée  afi n  de  sati sfa i re  à  un  n i veau  de  sensi b i l i té  correct  d ’ une  
i n terface  pou r l es  commun icati ons  vi a  l e  corps  humain .  

Note  2  à  l 'arti cl e :  La  d i s tance  de  coupl age  est  défi n i e  un i quemen t pou r l es  i n terfaces  de  type  sans  con tact.  
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3.4.2 .2   
d i rectivi té  
DIRcoupl i ng  
p lage  de  d i rection  en  ang le  ou  en  d istance  dans  l aquel le  une  perte  de  couplage  est i n férieure  
ou  égale  à  une  valeur donnée  dans  l e  cas  d ’un  couplage  d i rectionnel  

Note  1  à  l 'arti cl e :  La  val eu r donnée  est  déterm inée  afi n  de  sati sfai re  à  n i veau  de  sensib i l i té  correct  d ’ une  
i n terface  pou r l es  commun icati ons  vi a  l e  corps  humain .  

3.5  Autres  termes  et  défin i tions  

3.5.1   
impédance de  charge 
Zl oad  
impédance  perçue  par une  in terface  pour l es  commun ications  via  l e  corps  humain  dans  une  
d i rection  d ’une  é lectrode  au  corps  humain  

Note  1  à  l 'arti cl e :  Dans  l e  cas  d ’ u ne  i n terface  de  type  sans  con tact,  l ’ impédance  de  charge  comprend  une  
impédance  par u n  ob jet  se  trouvant  en tre  l e  corps  humain  et  u ne  i n terface  pou r l es  commun icati ons  vi a  l e  corps  
humain .  

3.5.2   
temps  de  détection  
Tdetecti on  
temps  m in imal  exigé  pour détecter un  con tact physique  ou  l a  proximi té  avec une  é lectrode   

4 Type d ’ interface 

4.1  Spécifications  générales  

4. 1 . 1  Fonction  

4. 1 . 1 . 1  Catégorie  

Si  une  i n terface  pour l es  commun ications  via  l e  corps  humain  relève  d ’une  catégorie  
d i fféren te  (de  type  avec con tact ou  sans  con tact selon  les  cond i tions  de  con tact) ,  i l  convient 
d ' i nd iquer l a  cond i tion  et l e  type  de  con tact.  

4.1 .1 .2  Description  fonctionnel le  

Une i n terface  pour les  commun ications  via  l e  corps  humain  est un  d isposi ti f permettan t 
d ’émettre  un  s ignal  de  données  vers  l e  corps  humain  ou  de  recevoir un  s ignal  de  données  
émis  par l e  corps.  Le  cas  échéant,  l es  d i fférences  de  fonctions  de  chaque  type  d ’ i n terface  
doiven t être  fourn ies.  

4.1 .1 .3  Schéma de  principe  

La  structure  g lobale  de  l ’ i n terface  doi t  être  fourn ie.  Les  détai l s  concernant l a  structure  doivent 
être  fourn is  sous  l a  forme  d ’un  schéma  de  principe,  comme présenté  à  l a  F igure  2  ci -dessous.  
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Légende     

Corps  humain  Corps  humain  d ’ un  u ti l i sateu r d e  
commun icati ons  vi a  l e  corps  humain   

É l ectrode  S tructu re  phys ique  servan t  à  
émettre  u n  s i gna l  é l ectri que  
vers  l e  corps  humain  ou  à  
recevoi r u n  s i gna l  ém i s  par l e  
corps  humain  

F i l tre  de  
réduction  de  
bru i t  de  l i gne  
de  couran t  
porteur 

C i rcu i t  servan t  à  é l im i ner u n  s i gna l  de  
bru i t  g énéré  par une  l i gne  de  cou ran t  
porteu r dans  une  bande  de  fréquences  
étro i te  

Ampl i ficateur 
de  s i gnal  

C i rcu i t  servan t  à  ampl i fi er u n  
s i gnal  reçu  

Fi l tre  passe-
haut 

C i rcu i t  servan t  à  é l im i ner u n  s i gna l  de  
bru i t  dans  une  l arge  bande  de  fréquences   

Comparateu r Ci rcu i t  servan t  à  transformer un  
s ignal  anal og ique  en  s i gnal  
numérique  

Récupérati on  
de  données  e t  
d ’ horl oge  

Ci rcu i t  d e  récupérati on  de  d onnées  et  
d ’ horl oge  servan t  à  é l im i ner l a  g i gue  dans  
un  s i gna l  n uméri que  

Modem  HBC Ci rcu i t  servan t  à  modu l er et  à  
démodu l er u n  s i gna l  de  
données  

Figure  2  – Schéma de  principe  d ’une  interface  

NOTE  1  Le  fi l tre  de  réduction  de  bru i t  de  l i gne  de  couran t  porteur peu t  être  reti ré  s i  l a  pu i ssance  du  s i gna l  de  bru i t  
n 'est pas  su ffi samment é l evée  pour satu rer l es  composants  acti fs  de  l ' i n terface.   

NOTE  2  L 'ord re  d es  composan ts  d ans  l ' i n te rface  peu t  ê tre  mod i fi é .  

Une partie  fonctionnel l e  relative  à  l a  détection  de  con tact ou  de  proximi té  doi t,  l e  cas  échéant,  
être  défin ie  dans  un  schéma de  principe.  De  même,  i l  convient de  défin i r des  s ignaux de  
contrôle  afi n  de  prendre  en  charge  un  processus  de  détection .  

4.1 .2  M ise  en  œuvre  

4. 1 .2 .1  Boîtier d ’ interface  

Le  type  de  boîtier,  par exemple  en  céramique,  en  p lastique  ou  en  verre,  doi t  être  fourn i .  Le  
cas  échéan t,  u n  n uméro  de  référence  I EC  et/ou  nati ona l  d u  dess i n  d 'encombremen t do i t  
être ind iqué.  

4.1 .2.2  É lectrode 

4. 1 .2 .2 . 1  Aspect de  l ’électrode 

Les  propriétés  matérie l les  relati ves  à  une  é lectrode  et  à  ses  d imensions  physiques  doiven t 
être  i nd iquées.  
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4.1 .2 .2 .2  Emplacement de  l ’ électrode 

La  posi tion  de  l ’é lectrode  à  mettre  en  œuvre  dans  une  i n terface  pour l es  commun ications  via  
l e  corps  humain  doi t être  i nd iquée.  Les  détai l s  concernant l a  posi tion ,  te l s  que  les  d istances  
qu i  séparen t l ’ é lectrode  d ’un  poin t de  référence  dans  une  i n terface  pour l es  commun ications  
via  l e  corps  humain ,  doiven t être  fourn is.  

Le  cas  échéant,  l a  posi tion  dans  laquel le  une  é lectrode  ne  doi t  pas  être  m ise  en  œuvre  doi t 
être  i nd iquée.  

4.1 .3  Compatibi l i té  

La  compatibi l i té  en tre  l es  i n terfaces  de  d i fféren ts  types  doi t  être  i nd iquée.   

Le  cas  échéant,  i l  convien t de  fourn i r l es  cond i tions  exigées  afin  de  parven i r à  une  
compatibi l i té.   

4.2  Spécifications  électriques  

4.2 .1  Spécifications  de  couplage 

Les  spéci fications  de  couplage  d ’une  i n terface  pour l es  commun ications  via  l e  corps  humain  
doiven t être  fourn ies  comme ind iqué  dans  le  Tableau  1  ci -dessous.  

Tableau  1  – Spécifications  de  couplage  d 'une in terface  
pour les  communications  via  l e  corps  humain  

Spéci fi cation  Symbole  
Valeur 

Un i té  
Min .  Typ.  Max.  

Perte  de  couplage  Lcoup l i n g     d B  

Rendement d e  coupl age  Ecoup l i n g     %  

Conductance  de  couplage  Gcoup l i n g     S  

Capaci té  de  coupl age  Ccoup l i n g     F  

Largeu r d e  bande  de  coupl age  BWcoup l i n g     H z  

D i stance  de  coup l age  Dcoup l i n g     M  

I mpédance  de  charge  Zl oad     Ω  

Temps  de  détecti on  Tde tect i on     s  

 

4.2.2  Spécifications  d i rectionnel les  

Les  spéci fications  d i rectionnel l es  d ’ une  in terface  pour l es  commun ications  via  l e  corps  
humain  doiven t être  fourn ies  comme i nd iqué  dans  l e  Tableau  2  ci -dessous.  

Tableau  2  – Spécifications  d irectionnel les  d ’une  interface  
pour les  communications  via  le  corps  humain  

Spéci fication  Symbole  
Valeur 

Un i té  
Min .  Typ.  Max.  

D i recti vi té  DIRcoup l i n g     dB  

 

4.2.3  Spécifications  transitoires  

Les  spéci fications  transi toi res  d ’une  é lectrode  pour l es  commun ications  via  l e  corps  humain  
doiven t être  fourn ies  comme ind iqué  dans  le  Tableau  3  ci -dessous.  
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Tableau  3  – Spécifications  transi toi res  d ’une  électrode 
pour les  communications  via  le  corps  humain  

Spéci fication  Symbole  
Valeur 

Un i té  
Min .  Typ.  Max.  

Temps  de  détecti on  Tdetect i on     s  

 

4.3  Valeurs  l imites  

4.3.1  Détai ls  à  ind iquer 

Les  détai l s  su ivan ts  doiven t être  i nd iqués:  

– Tou te  dépendance  en tre  l es  valeurs  l im i tes  doi t  être  spéci fiée.  

– S i  des  é l éments  a ttachés  et/ou  connectés  de  man ière  externe  on t  une  i n fl uence  su r l es  
valeurs  l im i tes,  ces  é léments  et  l eurs  états  doiven t être  spéci fiés.  

– S i  l es  va leu rs  l im i tes  son t dépassées  pour une  su rcharge  transi to i re ,  l es  dépassements  
admissibles  et  l eurs  durées  doiven t être  spéci fiés.  

– Tou tes  l es  tensions  sont référencées  par rapport à  une  borne  de  référence  spéci fique.  

– Les  valeurs  l im i tes  données  doivent couvri r un  fonctionnement d ' i n terface  sur l a  p lage  
spéci fiée  des  températures  de  fonctionnement.  S i  l es  valeurs  l im i tes  dépendent de  l a  
température,  l a  dépendance  doi t  être  i nd iquée.  

4.3.2  Valeurs  l imites  électriques  

Les  valeurs  l im i tes  des  é léments  su ivants  doiven t être  i nd iquées:   

a)  Tension  d 'a l imentation ;  

b)  Couran t d 'a l imentation  en  mode  normal ;  

c)  Pu issance  d 'a l imentation ;  

d )  Tension  d 'en trée  d 'une  é lectrode.  

4.3.3  Températures  

Les  températures  su ivantes  doiven t être  i nd iquées:  

a)  Température  de  fonctionnement;  

b)  Température  de  stockage.  

4.3.4 Humid i té  

Les  cond i tions  su ivan tes  re lati ves  à  l 'humid i té  doiven t être  i nd iquées:  

a)  Humid i té  en  fonctionnement;  

b)  Valeurs  l im i tes  des  cond i tions  d ’humid i té.  
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